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１．概要（Summary） 

これまでに 300 GHz 帯積層薄板 2 層構造中空

導波管スロットアレーアンテナの試作を行ったが，

利得の実験値が所望値に比べ約 3dB 低い。その原因

の 1つとして，金メッキの導電率が低いことが考えら

れる。原因究明の第一段階として，60 GHz帯と 350 

GHz 帯で，条件を変えて金膜を共振器上に形成し導

電率を測定して比較することとした。共振器をシリ

コン加工技術により製作した。シリコンウェハ

の(1)パターンエッチング，(2)メッキ，(3)接合

のうち，(1)と(3)の技術代行を依頼した。  

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深堀りドライエッチング装置，紫外線ナノインプリントボ

ンドアライメント装置，基板接合装置，高速マスクレス露光

装置 

【実験方法】 

 3枚のシリコンウェハを用いて，共振器を作成した。

ウェハの厚さは 0.2 mm，直径は 4インチである。平

成 25 年度確立した手順でエッチングを行った。その

後，接合は温度 300度，加重 9 kN，気圧 5x104mBar

で 1枚ずつ行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

60GHz帯の共振器の作成において，Fig. 1に示すよう

に拡散接合時に金膜がウェハからはがれる例が見られた。

今後，原因を究明する必要がある。350 GHz帯の共振器

の作成には問題はなかった。導電率の測定に関しては測

定器の借用上，2018年 2月末に行う予定である。 
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 科学研究費基盤研究(A)“ミリ波～テラヘルツ帯積
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る研究”(課題番号 17H01278)。 
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Fig. 1 Picture after diffusion bonding. 

 


